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@ Abdichtungsverfahren und -vorrichtung zum Aussperren von elelctromagnetischen Storungen durch 
Verkteben eines Metallgehauses 

Das Abdichtungsverfahren und die Abdichtungsvorrich- 
lung zum Aussperren von elektromagnetischen Storungen 
durch Metallgehauseverkleben ist geeignet fur gedruckte 
Schaltungen oder Klammem. Ein Metallgehause mit oder 
ohne Naht wird 2um UmschlieQen der notwendigen Einrich- 
tungen wie efnem iC, einer photoelektrischen Diode und 
einer Vielzahl von Verbindungsleitern verwendet, die kom- 
pakt mIt geringen Abmessungen zusammengebaut sind. 
Dies ist eIn Unterschied zum U-fdrmigen Metallgehause, bei 
dem die notwendigen Einrichtungen vorher mit Kiebstoff 
abgedtchtet sind und dann in das Metallgehause einge- 
bracht werden. Durch die vorliegende Erflndung wird das 
Verfahren vereinfacht. und man erhalt einen ausgezeichne- 
ten Widerstand gegen elektromagnetische Storungen. 



9 

CO 



LU 

O 



Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

BUNDESDRUCKEREI 01.98 802 012/285 11/22 



BNSDOCID:<DE 19637743A1 I > 



1 

Beschreibung 



DE 196 37 743 Al 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Abdichtungs- 
verfahren und eine Abdichtungsvorrichtung zum Aus- 
sperren von eiektromagnetischen Storungen durch Ver- 
kleben eines Metallgehauses. 

US Patent 5 350 943 (auf das im folgenden als '943 
Bezug genommen wird), das am 27. Juni 1994 erteilt 
wurde, beschreibt ein Verfahren zum Aussperren von 
Stdrungen mit Hilfe eines Rahmens oder einer KJam- 
mer. Das Abdichten findet durch Falt-Abdichten statt 
Ein Metallblech wird verwendet und* vollig in eine 
U-Form im Querschnitt herumgefaltet AnschlieBend 
wird dann Klebstoff angebracht, um die Einrichtung ab- 
zudichten. Die resultierenden Einrichtungen konnen bei 
einem Fernsehgerat oder einem Photoempfanger ver- 
wendet werden. Das MetaUgehSuse wird verwendet. um 
elektromagnetische Stdrungen auszusperren. Es existie* 
ren aber immer noch vier Seiten an dem MetallgehSuse, 
so daB die elektromagnetische WeUe hineinlecken wird 
und eine StSrung bewirken wird Andererseits ist dieses 
Verfahren verhaltnismafiig kompliziert und erfordert 
zahlreiche Ausrustungsgegenstande, um die automati- 
sche Herstellung zu erleichtern. Es werden z. B. die fol- 
genden Ausrustungsgegenstande oder Maschinen bend- 
tigt, z. B. eine Form fur die Klammer, eine Faltmaschine 
zum Falten der Klammer in U-Form, eine automatische 
Verklebungsmaschine zum Verkleben und zum Entfer- 
nen der Einrichtung von derselben, eine Abfallschneid- 
maschine zum Trennen der Klammer usw. 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein 
Verfahren und eine Vorrichtung zum Verkleben von 
elektronischen TeUen zu schaffen, bei denen die elektro- 
magnetische Stoning vorteilhaft ausgesperrt werden 
kann. 

GemSB der vorliegenden Erfindung wird ein mit Naht 
versehenes oder nahtloses Metailgehause geschaffen, 
das weder vom Klammertyp noch vom Rahmentyp ist^ 
das mit Klebemittel gefiillt werden kann. Andererseits 
konnen die notwendigen Elemente/Einrichtungen, wie 
z. B. der IC-Chip, eine Diode und ein Chip kompakt und 
emstuckig mit einem Raum ausgebildet werden. Das 
Metailgehause wird verwendet, da es die Amplitude des 
Signals des eiektromagnetischen Rauschens verringem 
kann, wenn dieses die Wand des Metallgehauses durch- 
dringt. Wahrend das Anbringen eines Metallgehauses, 
das durch die vorliegende Erfindung gelehrt wird, soil 
der Sender oder Empfanger zu einem T/R-Fenster (T/R 
= transmitting/receiving « Senden/Empfangen) ge- 
nchtet werden, das zum Senden/Empfangen des Signals 
verwendet wird. Wahrend des Herstellungsverfahrens 
soil dieses Fenster mit einem entfernbaren Band be- 
deckt werden, damit das Fenster nicht durch das Klebe- 
mittel zugedeckt wird AnschlieBend kann das Band 
dann davon entfernt werden, und das Fenster kann zum 
Senden und Empfangen eines Signals verwendet wer- 
den. Da die vorliegende Erfindung eine PCB-Anord- 
nung (PCS = printed circuit bord « gedruckte Schal- 
tungsplatine) verwendet, sind die Form der Verbin- 
dungsleiter und die Entfernung zwischen denselben fle- 
xibeL Die Spannungsversorgung. der MasseanschluB 
und die Ausgangs/Eingangsanschlusse konnen ohne 
weiteres angeordnet werden. 

Wenn das Verfahren auf die gedruckte Schaltungs- 
platine angewendet wird, so konnen der konventionelle 
lOChip, die Photodiode, der Transistor, der Chip, die 
Diode, der Feldtransistor und andere PrimSrschaltkrei- 
se sehr kompakt gemacht werden. Dadurch werden die 



Abstande vernngert. was zu einer verringerten Gesamt- 
groBe des Erzeugnisses fQhrt Bevor Klebstoff ange- 
wendet wird, kann die Elektronik zuerst getestet war- 
den, um sicherzustellcn, daB die gesamte Elektronik 
5 richtig arbeitet Durch diese Anordnung wird der Aus- 
schuB wegen Fehlerhaftigkeit der photoelektrischen 
Einrichtung verringert 

Andererseits wird aufgrund der Erfindung nur eine 
geeignete Form, sei diese nun mit einer Naht oder naht- 
10 los, Oder eine genaue Drucktechnik fOr die EinfQhrung 
emer Form notwendig. Dadurch ist das Herstellungs- 
verfahren sehr einfach. Das resultierende Ergebnis ist 
tatsachlich kosteneffektiv und leicht herzustellen. Au- 
Berdem hat das resultierende Erzeugnis eine ausge- 
15 zeichnete Unempfindlichkeit gegenuber elektromagne- 
tischem Rauschen. Als Ergebnis hat es eine ausgezeich- 
nete Stabilitat und Dauerhaftigkeit fiir die photoelektri- 
sche Sende/Empfangsausrustung. Im Licht des Verfah- 
rens gesehen ist es eine groBe Verbesserung. Die Erfin- 
20 dung hat die folgenden Merkmale: 

1) mit Naht oder ohne Naht zu kleben und 

2) eine Einfiihrungsform, genaue PreBform wird ffir 
eine moghchst kompakte Einrichtung angewendet 
und dann durch Kleben abgedichtet. 

Es sollen die eiektromagnetischen Stdrungen vermie- 
den Oder reduziert werden, die beim konventionellen 
Abdichtverfahren auftreten, bei dem ein Metallrahmen 
30 Oder eme Klammer oder ein Rahmen fur die auBere 
Rahmenabdichtung verwendet werden und bei dem der 
Rahmen oder die gedruckte Schaltungsplatine als Sub- 
strat verwendet werden. Trotzdem konnen beim Stand 
der Technik elektromagnetische Storungen nicht ver- 
35 mieden werden. und der HerstellungsprczeB ist sehr 
Kompiiziert 

Das Abdichtverfahren und die Abdichtvorrichtung 
zum Aussperren von elektromagnedschen Storungen 
durch Metallgehauseverkleben, das fur gedruckte 
40 SchaJtungspIatinen oder Klammem geeignet ist weist 
die folgenden Schritte auf: 
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"t^"^^^ notwendigen Einrichtungen, wie 
z. B. IC-Chip, photoelektrische Diode, eine Vielzahl 
von Verbindungsleitern oder -drahten mit Hilfe ei- 
nes clektrisch leitenden Materials an einem Sub- 
strat anzubringen; 

2) Klebemittel in ein Metailgehause anzubringen; 

3) das Substrat zu positionieren; und 

4) den Klebstoff, der in das MetallgehSuse einge- 
f ullt ist, auszuharten. 



Da die eme Naht aufweisenden oder nahtlosen Ver- 
klebungen und die Anbringeinrichtungen. die zur ge- 
55 druckten Schaltungsplatine hinzugefOgt werden, unter- 
fni'fx/ 5 ^^^"^ ^^'^ Technik des oben erwahnten 
-r k; 1 - sind..treten Vorteile auf. AuBerdem ist 
die Naht nicht sichtbar, so daB keine elektromagneti- 
^- S*"™^^" eindringen werden. Andererseits wird 
60 em T/R-Fenster geschaffen und das Klebemittel ausge- 
hartet^so daB das Signal-zu- Rauschen- Verbal tnis und 
das photoelektrische Sende- und Empfangsverhaiten 
besser smd als beim konventionellen Fernseh empfanger 
und dem konventionellen photoelektrischen Emofan- 
65 ger. ^ 

Die Erfindung wrd im folgenden anhand einer vor- 
teilhaften Ausfuhrungsform unter Bezugnahme auf die 
beigefugten Zeichnungen beispielsweise beschrieben. 
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Es zeigen: 

Fig. 1 das Herstellungsverfahren eines vorbekaimten 
Erzeugnisses; 

Fig. 2 eine schematische Darstcllung eines Erzeugnis- 
ses, das nach dem Verfahren der Fig. 1 hergestellt ist ; 

Fig. 3 in Draufsicht die gemSB US-PS 5 290 943 her- 
gestellte Einrichtung; 

Fig. 4 ein Herstellungsverfahren der Sharp Kodenshi- 
Firma; 

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines fertigen 
Erzeugnisses, das nach dem Verfahren der Firma Sharp 
Kodenshi hergestellt ist; 

Fig. 6 ein Herstellungsverfahren der Firma Sony; 

Fig. 7 eine schematische Ansicht eines fertigen Er- 



len und am Substrat (Klammer oder Rahmen) 
. durch elektrisch leitendes Material anbringen; 
2) Drahtbonden an der IC und photoelektrischen 
Diode durchfuhren; 
5 3) Anordnung zur Formmaschine fiir Klebemittel- 
abdichtung bringen; 

4) die abgedichtete Anordnung in individuelle Ein- 
heit auftrennen; und 

5) Metallgehause auf das fertiggestellte Produkt 
10 aufbringen. 

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung eines zu- 
sammengesetzten Erzeugnisses, das nach dem Verfah- 
ren der Firma Sharp Kodenshi hergestellt ist Wahrend 
zeugnisses, das nach dem Verfahren der Firma Sony is der Montage werden der gepackte IC 1, die photoelek- 
hergestellt ist; trische Diode 2 und andere notwendige Einrichtungen 

Fig. 8 das Herstellungsverfahren der Erfindung; und mit Hilfe eines elektrisch leitenden Materials am Sub- 
Fig. 9 eine schematische Darstellung des fertigen strat 10 angebracht AnschiieBend wird Drahtbonden 4 
Produkts, das erfindungsgemSB hergestellt ist durchgefuhrt, wie dies in Fig. 5 A gezeigt ist Dann wird 

Wie dies in Fig. 1 gezeigt ist, schlieBt das vorbekannte 20 die Anordnung zu einer Formungsmaschine fur Kleb- 



Herstellungsverfahren die folgenden Schritte ein: 

1) Klebemittel auf die gedruckte Schaltungsplatine 
aufbringen; 

2) Chipwlderstand, Kondensator und IC-Chip auf 25 
das Substrat der Schaltungsplatine aufbringen; 

3) Klebemittel in heiBem Ofen ausharten, um die 
elektronischen Einrichtungen fest am Substrat zu 
befestigen; 

4) photoelektrische Diode einsetzen und ihre Ver- 30 
bindungsieiter auszubreiten; 

5) gedruckte Schaltungsplatine zum Loten in Zinn- 
topf einbringen; und 

6) Metallgehause in SteJlung bringen, Metalldeckel 
bedecken nach guter Erdung. 



Das gemaB dem Verfahren von Fig. 1 hergestellte 
Erzeugnis ist in Fig. 2 gezeigt Wahrend des Aufbaus 
werden die IC 1, die photoelektrische Diode 2, die Chip- 
einrichtung 11 und die Verbindungsleiter 3 am Substrat 
10 mit Hilfe von elektrisch ieitendem Material 5 verbun- 
den, wie dies in Fig. 2A gezeigt ist Nachher wird das 
Substrat 10 in dem Metallgehause 6 untergebracht, wie 
dies in Fig. 2B gezeigt ist AnschiieBend wird der Metail- 
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stoffabdichtung 9 gebracht, wie dies in Fig. 5B gezeigt 
ist Das Erzeugnis wird in einem TeilgehSuse 6 unterge- 
bracht wie dies in Fig. 5C gezeigt ist so daB das in 
Fig. 5C gezeigte fertige Erzeugnis erhalten wird 

Fig. 6 zeigt den HerstellungsprozeB der Firma Sony, 
der die folgenden Schritte aufweist: 

1) geeignete elektronische Einrichtungen auswah- 
len und auf gedruckter Schaltungsplatine anord- 

nen; 

2) Drahtbonden an IC und photoelektrischen Diode 
durchfuhren; 

3) KJebstoffabdichtung an IC und photoelektri- 
scher Diode vornehmen und danach ausharten; 

4) Momieren und Anloten der anderen Widerstan- 
de und Kondensatoren; und 

5) Anordnen des halbfertigen Erzeugnisses von 
Schritt 4) in ein Metallgehause und Metalldeckel 
installieren. 

Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung des zusam- 
mengesetzten Erzeugnisses, das gemaB dem Verfahren 
der Firma Sony hergestellt wird. Wahrend der Montage 
werden der IC 1 und die photoelektrische Diode 2 am 



deckel 13 an dem Metallgehause € angebracht um das 45 Substrat 10 mit Hilfe eines elektrisch leitenden Materi- 



fertige Erzeugnis zu erhalten. 

Obwohl das Verfahren einfach ist und bei der Ausru- 
stung nur geringe Investitionskosten erforden, so sind 
die Herstellungskosten und die GesamigrSBe des Er- 
zeugnisses hoch bzw. groB. Es kdnnen daher die Markt- 
erfordernisse fur ein kompaktes, kostengiinstiges Er- 
zeugnis hoher Qualitat nicht erfullt werden. 

Fig. 3 zeigt Fig. 3 des '943-Patents. Es verwendet ein 
Aussperren durch ein geerdetes Gehause. In der Zeich- 



als 5 angebracht wie dies in Fig. 7A gezeigt ist Dann 
wird Klebemittel oben auf den IC 1 und die photoelek- 
trische Diode 2 aufgebracht und ausgehanet, wie dies in 
Fig. 7B gezeigt ist AnschiieBend werden die Chipele- 
50 mente 11, der Kondensator 12 und Verbindungsleiter 3 
am Substrat 10 mit Hilfe von elektrisch Ieitendem Mate- 
rial befestigt wie dies in Fig. 7C gezeigt ist Anschiie- 
Bend wird das Halbprodukt durch ein Metallgehause 6 
und einen Metalldeckel 13 umschlossen, wie dies in 
nung ist das Metallgehause gefaltet Trotzdem ist die 55 Fig. 7D gezeigt ist um das fertige Erzeugnis zu erhalten. 
Abdichtung zwischen benachbarten Wanden schlecht Fig. 8 ist das Herstellungsverfahren der Erfmdung. 
was zu einer gefmgcn Widerstandsfahigkeit gegen elek- Das Abdichtverfahren und die Vorrichtung zum Aus- 
tromagnetische Storungen fiihrt Bei einem photoelek- sperren von elektromagnetischen Stoningen durch Me- 
trischen Sender kann die WellenlSnge llOOnm errei- tallgehiuseverkleben, das fur eine gedruckte Schal- 
chen, die untere Grenze fiir eine Grenzwcllenlange ist 60 tungsplatine oder eine Klammer geeignet ist weist die 
ungefahr 800 nm. Bei der gezeigten Konstruktk>n hat folgenden Schritte auf : 
man keine Abdichtung. Andererseits wurde fur ihr Her- 
stellungsverfahren keine besondere Beschreibung vor- 
genommen. 

Fig. 4 zeigt den HerstellungsprozeB der Firma Sharp 65 
Kodenshi, das die folgenden Schritte aufweist: 



1) geeignete elektronische Einrichtungen ausw&h- 



1) Anbringen einer Vielzahl von notwendigen Ein- 
richtungen wie IC-Chip, photoelektrische Diode, 
eine Vielzahl von Verbindungsleitem, am Substrat 
mit Hilfe von elektrisch Ieitendem Material; 

2) Klebstoff in ein Metallgehause einbringen; 

3) Positionieren des Substrats; und 
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4) den in das Metallgehause eingefollten Klebstoff 
h^en. 

Fig. 9 zeigt das nach dem erfindungsgemaBen Verfah- 
ren hergestellte Erzeugnis. Wahrend der Montage war- 
den die IC 1, die photoelektrische Diode 2 und die Ver- 
bindungsleiter mit Hilfe eines elektrisch ieitenden Mate- 
rials 5 am Substrat 10 angebracht, wie dies in Fig. 9 A 
gezeigt ist Dann wird das T/R-Fenster 8 des Metallge- 
hauses 6 mit einem geeigneten entfembaren Band 7 
bedeckt, und Klebstoff wird in das Metallgehause 6 ein- 
gefuhrt, wie dies in Fig, 9B gezeigt ist AnschlieBend 
wird das Substrat 10 in dem Metallgehause 6 unterge- 
bracht. Nach dem AushSrten wird das Band 7 entfernt, 
wodurch das fertige Erzeugnis erhalten wird. 

Die Konstruktion der vorliegenden Erfindung kann 
eine UmschlieBung mit Naht oder ohne Naht haben. Die 
bei der Erfindung verwendete Herstellungsausrustung 
weist eine Maschine zum In-Stellung-bringen der Me- 



Das Metallgehause, das bei der vorliegenden Erfin- 
dung zum Aussperren der elektromagnetischen Storun- 
gen verwendet wird, kann mit oder ohne MasseanschluB 
ausgebildet sein. 
5 Das Substrat, das in der vorliegenden Erfindung ver- 
wendet wird, kann vom Klammertyp (bracket type) 
Oder vom Rahmentyp (frame type) sein oder eine ge- 
druckte Schaltungsplatine seia 

Das Metallgehause, das bei der vorliegenden Erfin- 
ao dung zum Aussperren der elektromagnetischen Storun- 
gen verwendet wird, kann mit oder ohne ein oder meh- 
rere Sende/Empfangsfenster ausgebildet sein. Anderer- 
seits konnen Sendevorgang und Empfangsvorgang ein 
gemeinsames Fenster teilen. Das Sende/Empfangsfen- 
15 ster kann mit einem entfernbaren Band bedeckt werden. 
Das Metallgehause ist aus Kupfer oder Aluminium 
Oder Zinn oder Eisen oder Stahl oder nicht rostendem 
Stahl Oder einer anderen Legierung hergestellL 
. ^ - _ Durch Vergleichen der Merkmale der vorliegenden 

tallgehauseform, erne automatische Verbindungsleiter- 20 Erfindung mit dem konventionellenHerstellungsverfah 



einsetzmaschine, eine automatische Aushartmaschine, 
einen Hitzetopf, eine automatische Drahtbondmaschi- 
ne, eine gedruckte Schaltplatinenform und eine automa- 
tische Maschine zum Einbringen von Klebstoff auf. Au- 
Berdem weist das Verfahren der Erfindung eine ge- 
druckte Schaltungsplatine vom Chip-Typ auf, die durch 
ein Metallgehause umschlossen ist Es ist eine Metallge- 
hauseumhiillung vom Stundenglastyp vorgesehen. 
Durch diese Anordnung erhalt man eine nahtlose Um- 
schlieBung. Man kann ausgezeichnete Unempfindlich- 
keit gegen elektromagnetische Storungen und eine aus- 
gezeichnete Wirkung des Aussperrens von elektroma- 
gnetischen Wellen erhalten. Man erhalt auch eine kom- 
pakte Form. Es ist m5glich, bandformig und auf einer 
Spule anzuordnen, was besonders fur automatisches 
Einf ugen geeignet ist. 

Andererseits kOnnen die Schritte 1) und 2) der vorlie- 
genden Erfindung gegencinander ausgetauscht werden. 
Das Dichtverfahren und die Dichtvorrichtung zum Aus- 
sperren von elektrischen Storungen durch Metallgehau- 
severkleben, das fur gedruckte Schaltungsplatinen oder 
KJammern geeignet ist, weist demgemaB die folgenden 
Schritte auf: 

1) Klebstoff in ein Gehause einzubringen; 

2) eine Vielzahl von notwendigen Einrichtungen, 
wie IC-Chip, photoelektrische Diode, eine Vielzahl 
von Verbindungsleitungen am Substrat mit Hilfe 
von elektrisch leitendem Material anzubnngen; 

3) das Substrat zu positionieren; und 

4) den Klebstoff, der in das Metallgehause einge- 
fullt ist, auszuharten. 
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Die notwendigen Einrichtungen fur die vorliegende 
Erfindung konnen durch eine photoelektrische Diode, 55 
einen IC, eine Vielzahl von Verbindungsdrahten oder 
wenigstens durch einen Chip zusammengesetzt werden, 
der am Substrat angebracht ist 

Die Anbringung der notwendigen Einrichtungen 
kann durch Anbringung an der Oberflache oder Anbrin- eo 
gung ohne Oberfiachenberuhrung erfolgen. 

Die notwendigen Einrichtungen, z. B. der IC und die 
photoelektrische Diode, kdnnen durch Drahtbonden 
oder ein anderes bekanntes Mittel des Standes der 
Technik angebracht werden. 65 

Das Metallgehause, das erfindungsgemaB zum Aus- 
sperren der elektromagnetischen Storungen verwendet 
wird, kann mit Naht oder ohne Naht aufgebaut sein. 



ren, wie es in den Fig. 1, 2. 3 ('943-Patent), 4, 5, 6 und 7 
gezeigt ist, sieht man sofort, daB die vorliegende Erfin- 
dung durch das konvendonelle Verfahren nicht vorweg- 
genommen oder nahegelegt wird. 

ErfindungsgemaB wird die Elektronik bei hoherTem- 
peratur verklebt. wodurch elektromagnetische Storun- 
gen vorteilhaft ausgesperrt werden konnen, wobei 
gleichzeitig die Vorteile flexibier Anordnung der elek- 
tronischen Bauteile, Vereinfachung des Herstellungs- 
verfahrens und Kosteneffektivitat erzielt werden kon- 
nen. Die resultierenden Erzeugnisse konnen als Sende/ 
Empfangseinrichtungen einer photoempfindlichen Aus- 
rustung verwendet werden. Die resulderten Vorrichtun- 
gen sind zuverlEssig, dauerhaft und stabil, was fiSr die 
Industrie sehr wertvoll ist 

Es wurde zwar eine besondere Ausfiihrungsform der 
vorliegenden Erfindung dargestellt und beschrieben. Es 
wird jedoch fur den Fachmann klar sein, daB verschiede- 
ne andere Anderungen und Abwandlungen vorgenom- 
men werden konnen, ohne vom Geist und Bereich der 
Erfindimg abzuwandeln. Die beigefugten Anspruche 
sollen daher aile Anderungen und Abwandlungen um- 
fassen, die in den Bereich der vorliegenden Erfindung 
fallen. 

PatentansprOche 

1. Abdichtungsverfahren zum Aussperren von elek- 
tromagnetischen Storungen durch Metallgehause- 
verklebung, dadurch gekennzeichnet, daB es fiir 
gedruckte Schaltungsplatinen oder sonstige An- 
ordnungen, insbesondere mit Klammern geeignet 
ist und die Schritte aufweist: 

1) eine Vielzahl an notwendigen Einrichtungen 
wie IC-Chip, photoelektrische Diode und eine 
Vielzahl von Verbindungsleitem am Substrat 
mit Hilfe eines elektrisch Ieitenden Materials 
anzubringen; 

2) Klebstoff in ein Metallgehause einzubrin- 
gen; 

3) das Substrat zu positionieren; und 

4) den in das Metallgehause eingefullten Kleb- 
stoff auszuharten. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die notwendigen Einrichtungen der 
vorliegenden Erfindung durch eine photoelektri- 
sche Diode, einen IC, eine Vielzahl von Verbin- 
dungsleitem Oder wenigstens durch einen Chip, der 
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am Substrat angebracht ist, zusammensetzbar ist 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daO die notwendigen Einrichtungen 
oberflachenmontiert oder nicht oberflachenmon- 
tiert sein konnen. 5 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die notwendigen Ein- 
richtungen, z. B. der IC und die photoeiektrische 
Diode durch Drahtbonden oder andere Mittel an- 
gebracht sind. 10 

5. Vorrichtung zum Durchfiihren des Verfahren 
von Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie 
ein Metallgehause. einen MasseanschluB, ein Sub- 
strat und ein Metallgehausefenster aufweist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB das zum Aussperren der elektroma- 
gnetischen Storungen verwendete Gehause eine 
Naht aufweist oder nahtlos ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB das zum Aussperren der elek- 20 
tromagnetischen Storungen verwendete Gehause 
einen MasseanschluB/keinen MasseanschluB auf- 
weist 

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat vom 25 
Klammertyp oder Rahmentyp ist oder eine ge- 
druckte Schaltungsplatine ist. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB das zum Aussperren 
von elektromagnetischen Storungen verwendete 30 
Metallgehause mit oder ohne ein Sende/Empfangs- 
fenster oder mit mehreren Sende/Empfangsfen- 
stem verbunden ist oder das fur Senden und Emp- 
fangen ein gemeinsames Fenster verwendet wird, 
das mit einem entf ernbaren Band bedeckbar ist 35 

10. Vorrichtung nach einem der Anspruche 5 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet daB das Metallgehause 
aus Kupfer, Aluminium, Zinn, Eisen, Stahi, nicht ro- 
stendem Stahl oder einer anderen Legierung her- 
gestellt ist 40 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Sende/Empfangs- 
fenster des Metallgehauses durch ein nicht warme- 
widerstandsfahiges Band (Papierband) oder ein 
warmewiderstandsfahiges Band (Papierband) oder 45 
Gummi oder mit anderen Mitteln bedeckbar ist 

12. Abdichtimgsverfahren zum Aussperren von 
elektromagnetischen Storungen durch Metailge- 
hSuseverkleben, das fur gedruckte Schaltungsplati- 
nen oder Klammern geeignet ist, dadurch gekenn- 50 
zeichnet daB es die Schritte aufweist: 

1) Klebstoff in ein Metallgehause einzubrin- 
gen; 

2) eine Vielzahl von notwendigen Einrichtun- 
gen wie IC-Chip, photoelektrischer Diode und 55 
Verbindungsleiter am Substrat mit Hiife von 
elektrisch leitendem Material anzubringen; 

3) das Substrat zu positionieren; und 

4) den in das Metallgehause eingefullten Kleb- 
stoff auszuh^ten. 60 
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